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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D’EXECUTION DES
ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 3: Assemblage
au moyen de trous traversants

AVANT-PROPOS

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les gdestions
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, (etan
sont représentés dans chaque comité d’études

3) Les documents produits se présentent sou tions internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques {rappocts echnlq es ou\guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification interna Qmite natlonaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure ternationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute dlvergenc 8 meNde fa CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indjqué

5) La CEIl n’a fixé aucune proc o| émme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand dé a l'une de ses normes.

6) L’attention est atti fait i dléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droit i i & ¢ droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne ie de\tels d 0|t de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme intern Y a été établie par le comité d'études 91 de la CEl:

FDIS Rapport de vote
91/334/FDIS 91/351/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Il convient d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes de la
CEI 61192, sous le titre général, Exigences relatives a la qualité d’exécution des assemblages
électroniques brasés

Partie 1: Généralités

Partie 2: Assemblage par montage en surface

Partie 4: Assemblage au moyen de bornes
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WORKMANSHIP REQUIREMENTS FOR
SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 3: Through-hole mount assemblies

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sandar' ation comprising

international co-operation on all questions concerning standardlzatlon in the ele d e ectrlc fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International &ta prearatlon is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested\in ith may
participate in this preparatory work. International, governmental and nop<gevermmenta orga zatigns liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIon wi 8  Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determ Qe M . een the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica 2 Ress)\ asNpgarly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects sihce each\technjcal committee has representation
from all interested National Committees

3) The documents produced have the form of recommend se and are published in the form
of standards, technical specifications, are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, S it ndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum /exient possi their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the S ional or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no markiqg p al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to b

6) Attention is drawn to thg iR \ enfents of this International Standard may be the subject
of patent rights. Tz IEC ible for identifying any or all such patent rights.

International Sta been prepared by IEC technical committee 91

Electronics assem

The text of thj based on the following documents:

FDIS Report on voting
91/334/FDIS 91/351/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61192, under the
general title Workmanship requirements for soldered electronic assemblies:

Part 1: General

Part 2: Surface-mount assemblies

Part 4: Terminal assemblies


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/b761d464-e875-4d85-b9c1-6605d0120345/iec-61192-3-2002

-10 - 61192-3 O CEI:2002

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
+ amendée.

@%
S
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2008. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
+ amended.

@%
S
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEIl 61192, combinée a la CEl 61192-1, est utilisée pour satisfaire aux
exigences relatives au produit fini définies dans la CEl 61191-1 et la CEI 61191-3.

Cette norme peut étre utilisée pour permettre aux fournisseurs et aux utilisateurs des
montages électroniques au moyen de trous traversants de spécifier, dans le cadre d'un contrat,
de bonnes pratiques de fabrication.

Les exigences et lignes directrices respectives relatives au montage en surface et aux fixations
par bornes sont données dans des normes séparées mais apparentées.

@%
S
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